TROUS DE PLAQUE EN CUIVRE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS

ETRE BRANCHES [S0ciéié de conception dela Chine

* Exigence spéciale: ENIG, épaisseur de l'or dur: 4 UM, impédance: Tol: +/- 7%, 1'écart de
l'impédance dans la méme couche ne doit pas dépasser +/- 2 Ohm, foret a dos, rotation de 7 degrés.

Paquet avec film a bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le dessicant sur le flanc, mettre
la carte indicatrice d'humidité sur la face supérieure

Structure de la couche
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